MIKROMONTAGE

Reflow-Loten unter Vakuum

Ruckstandsfrei,

ohne Flussmittel

Aufbauend auf dem bereits bei Centrotherm reichlich vorhandenem Know-how in Sachen Vakuumléttechnologie
wurde diese Technik jetzt auch in Kombination mit Niederdruckplasmen zur Serienreife gebracht. Das plasmaunter-
stiitzte Reflow-L6ten unter Vakuum bringt dabei viele Vorteile.

Bei den Vakuumlotofen der Serie VLO
20 - VLO 300 von Centrotherm handelt
es sich um Batchofen mit Kammervolu-
mina von 20 bis 300 Liter. Sie sind durch
den Einsatz von Niederdruckplasma fiir
eine groBe Zahl von Speziall6tprozes-
sen einsetzbar. Die Einsatzgebiete sind
lunkerfreies, riickstandsfreies Loten unter
Vakuum bis zu 105mbar zur Erzeugung
von z. B. Ultrafinepitch-Verbindungen
auf anorganischen Tragersubstraten.

Warum unter Vakuum I6ten?

Die Aufgabe der Vakuumlétofen besteht
darin,einen Prozess zu realisieren, der best-
mogliche Qualitat und Reproduzierbarkeit
mit Blick auf lunker- und riickstandsfreie
Lotverbindungen bringt. Zusatzlich kann
man durch die erzielbare hohe Qualitat die-
ses Vakuumlotprozesses aufwendige Ront-
genuntersuchungen sparen.

Es geht schlieBlich um eines der Haupt-
probleme in der Lottechnik, Oxidschich-

92

ten auf dem Lotdepot und
auf dem Tragersubstrat. Pro-
zesssicherheit in der Lot-
technik bedeutet neben der
Lunkerfreiheit das Vermei-
den von weiteren Oxida-
tionen die Realisierung riick-
standsfreier Lotstellen.
Deshalb kommt beim Va-
kuumloéten Formiergas mit
5%H, und 95% N, zum
Einsatz. Die Batchkammer
wird vollstandig mit H, ge-
flutet und Ameisensaure
(HCOOH) wird verwendet.
In der neusten Variante
kommt der kontrollierte
Einsatz von Niederdruck-
plasma mit den Prozes-
sgasen H,, Ar und CF zum
Einsatz.

Fir eine flussmittel- und riickstands-
freie Lotung ist ein plasmaunterstiitzter
Reflowprozess die z. Zt. interessanteste
Losung. Gerade fiir Anwendungen auf
Waferebene, wie z. B. fiir das Wafer Le-
vel Bumping (WLB), ist diese Lésung in
Verbindung mit einem Vakuumlétéfen
von Centrotherm eine geeignete Losung.
Bei der Verarbeitung von optoelektro-
nischen Bauelementen kommt man nach
den bisher gesammelten Erfahrungen
von Centrotherm nicht um den Einsatz
der plasmaunterstiitzten Reflow-L6tung
herum.

Die Technik im Detail

Die Vakuum-Batch-L6tofen der VLO-Serie
von Centrotherm (Bild 1) arbeiten mit ei-
ner Beladungskapazitat von bis zu 75 kg

Bild 1: Vakuum-Batch-L6tofen der VLO-Serie von Centrotherm

Lotgut. Der Temperaturbereich liegt bei
20 bis 650°C bei einer maximalen Tem-
peraturtoleranz von +5 °K. Diese Batch-
ofen zeichnen sich durch einen sparsa-
men Medienverbrauch aus, d. h.es wird nur
ein Bruchteil von Gas verbraucht, wie es in
gangigen Durchlaufofen der Fall ist.

Durch den modularen Aufbau mit au-
tomatischem Tiirsystem sind diese L6t-
anlagen auch gut automatisierbar und
fir eine Inlinefertigung geeignet. Die
Aufheizraten sind bis zu + 50°K/min,
die Abkiihlraten bis zu - 150 °K/min ein-
stellbar. (hb)
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